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La permisologia
excesiva y la falta
de confianza estan

.

a incorporacion de mas tec-
nologia, innovacion y desa-
rollo, pero también aspectos

Gs técnicos como disminuir jugando en contra
las frabas burocraticos y desfrabar del principal reto que
la permisologia fueron los temas identifico el gremio

cenfrales y desafios clave que se
tomaron la agenda del reciente
Encuentro Anual AIC.

En el evento, organizado por la
Asociacion de Empresas Consul-
toras de Ingenieria de Chile, el
presidente del gremio, Juan Pablo
Negroni, comenté que *Chile ha
sido siempre un referente regional

de las empresas
consultoras de
ingenieria en su evento
anual: atraer nuevas
inversiones para
retfomar el crecimiento.

No obstante, a su juicio existen
desafios urgentes para lograr un
mejor desarrolio de la industria. “El
reto mds importante es que regre-
se la inversion y que esta gatille el
crecimiento del pais. Creemos que
hay dos grandes barreras para
ello: la permisologia excesiva que
tenemos, y la falta de confianza.
Este gobierno y los que vendran
deben abordar estos desafios con
una mirada pais de largo plazo. Sin
inversion y sin crecimiento, todo se
haré cuesta arriba”, senala.

Por ello, considera que aprobar
la propuesta de ley que disminuye
la permisologia es relevante para
el sector, ya que es un “factor cla-
ve para la inversion en los distintos
sectores de la economia”.

Un item relevante es la

en algunas areas de la ingenleria,
& incluso referente global en otras
como la asociada a la mineria y
la ingenieria sismica, donde se han
dado pruebas concretas de dise-
fios muy avanzados y resilientes”.
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En ese contexto, otro item
relevante es la incorperacion y
adopcion de nuevas tecnologios
en los procesos de la ingenieria,
para “hacer frente a las nuevas
exigencias de una mayor resilien-
cia frente a los camblos climati-
cos”, destaca Negroni.
Inteligencia artificial, internet de
las cosas (loT) y ciberseguridad son
parte de las tecnologias emergen-
tes que el sector debe incorporar
@n sus procesos productivos y de
disenio, complementa el gerente
general de RyQ. Agustin Cabanas.
“A esto se suma la necesidad
de formar talento especializado
que pueda liderar estos desafios”,
resalta.
El doctor en Ciencias de la
Ingenieria, Sebastian
Miranda, académico
de la Facuttad de
Ingenieria de la U.

nuevas tecnologias en 10s Procesos e pesarmoio, arade

de la ingenieria, para “hacer frente
a las nuevas exigencias de una
mayor resiliencia frente al cambio

climatico”, dice Juan Pablo
Negroni, de la AlC.

Mas tecnologia

Para el gerente general de
Shimin, Hugo Andrade, los clientes
esperan que, ademas de brindar
les un buen servicio en calidad y
plazos, "incorporemos una mirada
inteligente que les ayude a ellos.
en plazos de implementacion,
ahorro de costos en esta misma
implementacion y también en es-
trategia para la obtencion de los
permisos ambientales y sectoriales,
que ha sido una complicacion
recurrente en muchos de los pro-
yectos importantes para el pais™.

que con mayor
integracién de
nuevas tecnologias,
se busca aumentar
la productividad y
competitividad del
sector. "Historica-
mente, la ingenieria
chilena se ha destacado por
presentar un gran nivel, pero es
necesario aumentar la inversion
en investigacion, desarrolio e inno-
vacién, donde estamos entre los
difimos lugares de los paises OCDE,
para ser mas competitivas a nivel
global”, advierte.

Anade gue para ello, es impor-
tante la construccion de redes de
colaboracién entre las empresas
y las universidades “para que los
profesionales del futuro cuenten
con las competencias necesarias
para este nuevo escenario alfa-
mente tecnologizado”.
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